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(57) Abstract: A liquid crystal display device and an LED packaging structure thereof. The LED packaging structure (20) comprises
an LED chip (21) and a frame body (22) accommodating the LED chip (21). The frame body (22) comprises a bottom wall (221,
421), a first side wall (222, 422), and a light-out wall (225). The LED chip (21) i s disposed on the bottom wall (221, 421). The first
side wall (222, 422) i s disposed in the light-out direction of the LED chip (2 1) in an inclined manner. The light emitted by the LED
chip (21) i s reflected by the first side wall (222, 422), and then output through the light-out wall (225). In the liquid crystal display
device and the LED packaging structure (20) thereof, the light mixing distance of the LED chip (21) i s increased, so as to avoid the
dead zone of light-emitting, thereby eliminating the phenomenon of mixed light and shade.

(57) 摘要:
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本国际公布：
- 包括 国际检索报告(条约第 2 1条 (3» 。

一种液 晶显示装置及其 LED 封装结构 。该 LED 封装结构 （20) 包括 LED 芯 片 （2 1 ) 以及收容 LED 芯片 （2 1 )
的框体 （22 ) ，框体 （22 ) 包括底壁 （221 ，421 ) 、第一侧壁 ( 222 , 422 ) 以及 出光壁 （225 ) ，其 中， LED
芯 片 （2 1 ) 设置 于底 壁 （221 ， 421 ) 上 ，第一 侧壁 （222 ， 422 ) 倾 斜 设置 于 LED 芯 片 （2 1 ) 的 出光 方 向
上 ，LED 芯片 （2 1 ) 发 出的光线经过第一侧壁 （222 ，422 ) 反射后从 出光壁 （225 ) 出射 。该液 晶显示装置及
其 LED 封装结构 （20) 增加 了 LED 芯片 （2 1 ) 的混光距离 ，避 免产生发光盲 区，能够 消除 明暗相隔现象。



发 明名称 ：液 晶显示 装置 及 其 LED 封 装结构

[1] 〖技 术 领 域 】

[2] 本 发 明涉及 显示 技 术 领 域 ，特 别 是 涉及 一种 液 晶显示 装 置及 其 LED 封 装 结 构 。

[3] 〖背 景技 术 】

[4] 目前 ，液 晶显示 装 置 的应 用越 来越 普及 ，现 有 技 术 中液 晶显示 装 置 包 括 背 光模

组 ，背 光模 组 包 括 光源模 块 以及 导 光板 ，光源模 块 设 置 在 导 光板 的入 光面 ，其

中光源模 块 釆 用 传 统 发光 二极 管 （Light Emitting Diode, LED) 。 LED 灯 都 具有

一定 的视 角 范 围 ，例 如椭 圆形 LED 灯 。如 图 1所 示 ，椭 圆形 LED 灯 11的视 角 范 围

为 120 °， LED 灯 11在 导 光板 12上直 线排 列 吋 ，相 邻 两 个 LED 灯 11之 间 由于视 角 范

围 的限制 而 存 在 发光盲 区。若 导 光板 12的入 光面 和 LED 灯 11距 离很 近 吋 ，则 位 于

发光盲 区 的导 光板 12无 光线通 过 ，发光盲 区相 应 的 区域 相 对 较 暗 ，LED 灯 11照射

到 的其他 区域 较 亮 ，从 而 出现 明显 的明暗 交替 现 象 ，进 而 导致 液 晶显示 装 置 入

光处 出现 明暗相 隔现 象 （Hot

Spot) ，导致 混 光不 良。若增 加 导 光板 12与 LED 灯 11之 间 的距 离 ，虽然 可 以消 除

Hot Spot 问题 ，但 导致 LED 灯 11的视 角 范 围更小 ，使 得 光 的利 用 率 下 降 。

[5] 因此 ，本 发 明提 供 一种 液 晶显示 装 置及 其 LED 封 装 结 构 ， 以解 决 上 述 问题 。

[6] 〖发 明 内容 】

[7] 本 发 明主要 解 决 的技 术 问题 是提 供 一种 液 晶显示 装 置及 其 LED 封 装 结 构 ，能够

消 除Hot Spot 现 象 。

[8] 为解 决 上 述 技 术 问题 ，本 发 明釆 用 的一 个技 术 方 案是 ：提 供 一种 LED 封 装 结 构

，其包 括 LED 芯 片 以及 收容 LED 芯 片 的框 体 ，框 体 包 括 底 壁 、第 一侧 壁 以及 出光

壁 ，其 中 ，LED 芯 片 设 置 于底 壁 上 ，第 一侧 壁 倾 斜 设 置 于 LED 芯 片 的 出光 方 向上

，并 且相 对 底 壁 成 一倾 斜 角度 ，出光壁 设 置 在 第 一侧 壁 和 底 壁 之 间 ，且 出光壁

垂直 于底 壁 ，出光壁 设 置 有 一 出光孔 ，LED 芯 片 发 出的光线 经过 第 一侧 壁 反射 后

从 出光孔 出射 。

[9] 根 据 本 发 明一优选 实施 例 ，出光壁 的制 造 材 料 为硅 脂 或环 氧树 脂 。



[10] 为解决上述技术问题，本发明釆用的一个技术方案是：提供一种LED 封装结构

，其包括LED 芯片以及收容LED 芯片的框体，框体包括底壁、第一侧壁以及出光

壁，其中，LED 芯片设置于底壁上，第一侧壁倾斜设置于LED 芯片的出光方向上

， LED 芯片发出的光线经过第一侧壁反射后从出光壁出射。

[11] 根据本发明一优选实施例，第一侧壁相对底壁成一倾斜角度，出光壁设置在第

一侧壁和底壁之间，且出光壁垂直于底壁。

[12] 根据本发明一优选实施例，框体进一步包括第二侧壁和第三侧壁，第二侧壁和

第三侧壁与底壁、第一侧壁以及出光壁围合形成框体。

[13] 根据本发明一优选实施例，框体为长方体。

[14] 根据本发明一优选实施例，底壁位于框体的底部，出光壁设置在框体的顶部，

第一侧壁设置于底壁和出光壁之间，且第一侧壁相对底壁成一倾斜角度，框体

进一步包括与第一侧壁相对设置的第二侧壁，LED 芯片发出的光线经过第一侧壁

反射后再经由第二侧壁和底壁反射后再从出光壁出射。

[15] 根据本发明一优选实施例，框体进一步包括第三侧壁和第四侧壁，第三侧壁和

第四侧壁与底壁、第一侧壁、第二侧壁以及出光壁围合形成框体。

[16] 根据本发明一优选实施例，框体为长方体。

[17] 根据本发明一优选实施例，出光壁设置有一出光孔，LED 芯片发出的光线经过

反射后通过出光孔射出。

[18] 根据本发明一优选实施例，出光壁的制造材料为硅脂或环氧树脂。

[19] 根据本发明一优选实施例，框体的收容空间内填充荧光。

[20] 为解决上述技术问题，本发明釆用的一个技术方案是：提供一种液晶显示装置

，其包括：显示面板；以及背光模组，背光模组用于为显示面板提供背光源；

背光模组包括导光板和光源模块，光源模块包括一LED 封装结构，LED 封装结构

设置在导光板的入光面，其中，LED 封装结构包括LED 芯片以及收容LED 芯片的

框体，框体包括底壁、第一侧壁以及出光壁，其中，LED 芯片设置于底壁上，第

一侧壁倾斜设置于LED 芯片的出光方向上，LED 芯片发出的光线经过第一侧壁反

射后从出光壁出射至导光板的入光面。

[21] 根据本发明一优选实施例，第一侧壁相对底壁成一倾斜角度，出光壁设置在第



一侧壁和底壁之间，且出光壁垂直于底壁。

[22] 根据本发明一优选实施例，框体进一步包括第二侧壁和第三侧壁，第二侧壁和

第三侧壁与底壁、第一侧壁以及出光壁围合形成框体。

[23] 根据本发明一优选实施例，框体为长方体。

[24] 根据本发明一优选实施例，底壁位于框体的底部，出光壁设置在框体的顶部，

第一侧壁设置于底壁和出光壁之间，且第一侧壁相对底壁成一倾斜角度，框体

进一步包括与第一侧壁相对设置的第二侧壁，LED 芯片发出的光线经过第一侧壁

反射后再经由第二侧壁和底壁反射后再从出光壁出射。

[25] 根据本发明一优选实施例，框体进一步包括第三侧壁和第四侧壁，第三侧壁和

第四侧壁与底壁、第一侧壁、第二侧壁以及出光壁围合形成框体，框体为长方

体。

[26] 根据本发明一优选实施例，出光壁设置有一出光孔，LED 芯片发出的光线经过

反射后通过出光孔射出。

[27] 根据本发明一优选实施例，出光壁的制造材料为硅脂或环氧树脂，框体的收容

空间内填充荧光。

[28] 本发明的有益效果是：区别于现有技术的情况，本发明的液晶显示装置及其L E

D封装结构通过将LED 芯片设置于底壁上，第一侧壁倾斜设置于LED 芯片的出光

方向上，以使LED 芯片发出的光线经过第一侧壁反射后从出光壁出射，进而增加

LED 芯片的混光距离，避免产生发光盲区，能够消除Hot Spot现象。

[29] 〖附图说明】

[30] 为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要

使用的附图作简单地介绍，显而易见地 ，下面描述中的附图仅仅是本发明的一

些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还

可以根据这些附图获得其他的附图。其中：

[31] 图1是现有技术中液晶显示装置的LED 封装结构示意图；

[32] 图2是根据本发明第一实施例的LED 封装结构的立体示意图；

[33] 图3是图2中LED 封装结构的透视图；

[34] 图4是图2中LED 封装结构的剖面示意图；



[35] 图5是根据本发明第二实施例的LED 封装结构的立体示意图；

[36] 图6是图5中LED 封装结构的透视图；

[37] 图7是图5中LED 封装结构的剖面示意图；

[38] 图8是根据本发明第三实施例的LED 封装结构的立体示意图；

[39] 图9是图8中LED 封装结构的透视图；

[40] 图10是图8中LED 封装结构的剖面示意图；

[41] 图11是根据本发明液晶显示装置的优选实施例的结构示意图。

[42] 〖具体实施方式】

[43] 请参见图2-4 ，图2是根据本发明第一实施例的LED 封装结构的立体示意图，图

3是图2中LED 封装结构的透视图，图4是图2中LED 封装结构的剖面示意图。如图

2-4所示，本实施例的LED 封装结构20包括：LED 芯片2 1以及收容LED 芯片2 1的

框体22。其中，框体22包括底壁221、第一侧壁222、第二侧壁223、第三侧壁22

4以及出光壁225 。 LED 封装结构20还包括焊脚229 以及导线230 。

[44] 在本实施例中，焊脚229设置在底壁221上，并且包括第一部分焊脚以及第二部

分焊脚，LED 芯片2 1设置在第一部分焊脚上，并且通过导线230连接第二部分焊

脚。即LED 芯片2 1设置在底壁221上，第一侧壁222倾斜设置于LED 芯片2 1的出光

方向，并且相对底壁221成一倾斜角度。出光壁225设置在第一侧壁222和底壁22

1之间并且垂直于底壁221 ，其中，在出光壁225上设置一出光孔226 ，以使LED 芯

片2 1发出的光线经过第一侧壁222反射后通过出光孔226出射，如图4所示。

[45] 第二侧壁223和第三侧壁224垂直于底壁221 ，并且位于底壁221的相对两侧，以

使底壁221、第一侧壁222、第二侧壁223、第三侧壁224 以及出光壁225围合形成

框体22。在本实施例中，底壁221、第一侧壁222、第二侧壁223、第三侧壁224

以及出光壁225为一体成形。在其他实施例中，本领域的技术人员完全可以将底

壁221、第一侧壁222、第二侧壁223、第三侧壁224 以及出光壁225通过其他方式

来形成框体22。

[46] 具体而言，第一侧壁222具有反射作用，当LED 芯片2 1发出的光线，光线经过

第一侧壁222的反射，再从出光壁225的出光孔226出射，进而增加了光线的混光

距离。



[47] 区别于现有技术中LED 灯 11，本实施例的LED 封装结构20的LED 芯片2 1发出的

光线先经过第一侧壁222反射后，再从出光孔226 出射，进而增加了LED 芯片2 1的

混光距离，避免出现发光盲区，进而能够消除Hot Spot现象。

[48] 请参见图5-7 ，图5是根据本发明第二实施例的LED 封装结构的立体示意图，图

6是图5中LED 封装结构的透视图，图7是图5中LED 封装结构的剖面示意图。如图

5-7所示，本发明第二实施例的LED 封装结构30与第一实施例的LED 封装结构20

的主要不同之处在于：本实施例LED 封装结构30的框体32的外形设置为长方体。

[49] 请参见图8-10 ，图8是根据本发明第三实施例的LED 封装结构的立体示意图，

图9是图8中LED 封装结构的透视图，图10是图8中LED 封装结构的剖面示意图。

如图8-10所示，本实施例的光源模40包括：LED 芯片4 1以及收容LED 芯片4 1的框

体42。其中，框体42包括底壁421 、第一侧壁422 、第二侧壁423 、第三侧壁424

、第四侧壁425 以及出光壁426 。 LED 封装结构20还包括焊脚428 以及导线429 。

[50] 在本实施例中，底壁421位于框体42的底部，焊脚428设置在底壁421上，并且

包括第一部分焊脚以及第二部分焊脚，LED 芯片4 1设置在第一部分焊脚上，并且

通过导线429连接第二部分焊脚。即LED 芯片4 1设置在底壁421上，出光壁426设

置在框体42的顶部，第一侧壁422设置于底壁421和出光壁426之间，并且相对于

底壁421成一倾斜角度，以倾斜设置于LED 芯片4 1的出光方向，框体42进一步包

括与第一侧壁422相对设置的第二侧壁423。其中，出光壁426上设置一出光孔42

7 ， LED 芯片4 1发出的光线经过第一侧壁422反射后再经由第二侧壁423 以及底壁4

2 1反射后从出光壁426 的出光孔427 出射，如图10所示。

[51] 第三侧壁424和第四侧壁425均垂直于底壁421 ，并且设置在底壁421 的相对两侧

，以使底壁421 、第一侧壁422 、第二侧壁423 、第三侧壁424 、第四侧壁425 以及

出光壁426 围合形成框体42。在本实施例中，框体42设置成长方体。在其他实施

例中，本领域的技术人员完全可以将框体42设置成其他形状。

[52] 区别于现有技术中LED 灯 11，本实施例的LED 封装结构40的LED 芯片4 1发出的

光线先经过第一侧壁422反射后，再经由第二侧壁423 以及底壁421 的反射层反射

，最后从出光壁426 的出光孔427 出射，进而增加了LED 芯片4 1的混光距离，避免

出现发光盲区，进而能够消除Hot Spot现象。



[53] 值得注意的是，本发明LED 封装结构中出光壁的制造材料为硅脂或环氧树脂。

此外，框体的收容空间内可填充荧光。

[54] 本发明还提供一种液晶显示装置50，如图8所示，液晶显示装置50包括显示面

板5 1以及背光模组52，背光模组52用于为显示面板5 1提供背光源。其中，背光

模组52包括导光板521 以及光源模块 522 ，光源模块 522包括一LED 封装结构，L E

D封装结构设置在导光板的入光面。LED 封装结构包括LED 芯片以及收容LED 芯

片的框体，框体包括底壁、第一侧壁以及出光壁，其中，LED 芯片设置于底壁上

，第一侧壁倾斜设置于LED 芯片的出光方向上，LED 芯片发出的光线经过第一侧

壁反射后从出光壁出射至导光板521的入光面。LED 封装结构还可以是前述任一

LED 封装结构实施例中的结构，在此不再赞述。

[55] 通过上述方式，本发明的液晶显示装置及其LED 封装结构通过将LED 芯片设置

于底壁上，第一侧壁倾斜设置于LED 芯片的出光方向上，以使LED 芯片发出的光

线经过第一侧壁反射后从出光壁出射，进而增加LED 芯片的混光距离，避免产生

发光盲区，能够消除Hot Spot现象。

[56] 以上所述仅为本发明的实施例，并非因此限制本发明的专利范围，凡是利用本

发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在

其他相关的技术领域，均同理包括在本发明的专利保护范围内。



权利要求书

[权利要求 1] 一种LED 封装结构 ，其特征在于 ，所述LED 封装结构包括LED 芯

片 以及收容所述LED 芯片 的框体 ，所述框体包括底壁 、第一侧壁

以及 出光壁 ，其中，所述LED 芯片设置于所述底壁上 ，所述第一

侧壁倾斜设置于所述LED 芯片 的出光方 向上 ，并且相对所述底壁

成一倾斜角度 ，所述 出光壁设置在所述第一侧壁和所述底壁之间

，且所述 出光壁垂直于所述底壁 ，所述 出光壁设置有一 出光孔 ，

所述LED 芯片发出的光线经过所述第一侧壁反射后从所述 出光孔

出射。

[权利要求 2] 根据权利要求 1所述 的LED 封装结构 ，其特征在于 ，所述 出光壁 的

制造材料为硅脂或环氧树脂。

[权利要求 3] 一种LED 封装结构 ，其特征在于 ，所述LED 封装结构包括LED 芯

片 以及收容所述LED 芯片 的框体 ，所述框体包括底壁 、第一侧壁

以及 出光壁 ，其中，所述LED 芯片设置于所述底壁上 ，所述第一

侧壁倾斜设置于所述LED 芯片 的出光方 向上 ，所述LED 芯片发出

的光线经过所述第一侧壁反射后从所述 出光壁 出射。

[权利要求 4] 根据权利要求3所述 的LED 封装结构 ，其特征在于 ，所述第一侧壁

相对所述底壁成一倾斜角度 ，所述 出光壁设置在所述第一侧壁和

所述底壁之间，且所述 出光壁垂直于所述底壁。

[权利要求 5] 根据权利要求4所述 的LED 封装结构 ，其特征在于 ，所述框体进一

步包括第二侧壁和第三侧壁 ，所述第二侧壁和所述第三侧壁与所

述底壁 、第一侧壁 以及 出光壁 围合形成所述框体。

[权利要求 6] 根据权利要求5所述 的LED 封装结构 ，其特征在于 ，所述框体为长

方体。

[权利要求 7] 根据权利要求3所述 的LED 封装结构 ，其特征在于 ，所述底壁位于

所述框体 的底部 ，所述 出光壁设置在所述框体 的顶部 ，所述第一

侧壁设置于所述底壁和所述 出光壁之间，且所述第一侧壁相对所

述底壁成一倾斜角度 ，所述框体进一步包括与所述第一侧壁相对



设置的第二侧壁，所述LED 芯片发出的光线经过所述第一侧壁反

射后再经由所述第二侧壁和所述底壁反射后再从所述出光壁出射

[权利要求 8] 根据权利要求7所述的LED 封装结构，其特征在于，所述框体进一

步包括第三侧壁和第四侧壁，所述第三侧壁和所述第四侧壁与所

述底壁、第一侧壁、第二侧壁以及出光壁围合形成所述框体。

[权利要求 9] 根据权利要求8所述的LED 封装结构，其特征在于，所述框体为长

方体。

[权利要求 10] 根据权利要求3所述的LED 封装结构，其特征在于，所述出光壁设

置有一出光孔，所述LED 芯片发出的光线经过反射后通过所述出

光孔射出。

[权利要求 11] 根据权利要求3所述的LED 封装结构，其特征在于，所述出光壁的

制造材料为硅脂或环氧树脂。

[权利要求 12] 根据权利要求 11所述的LED 封装结构，其特征在于，所述框体的

收容空间内填充荧光。

[权利要求 13] —种液晶显示装置，其特征在于，所述液晶显示装置包括：

显示面板；以及

背光模组，所述背光模组用于为所述显示面板提供背光源；

所述背光模组包括导光板和光源模块，所述光源模块包括一LED

封装结构，所述LED 封装结构设置在所述导光板的入光面，其中

，所述LED 封装结构包括LED 芯片以及收容所述LED 芯片的框体

，所述框体包括底壁、第一侧壁以及出光壁，其中，所述LED 芯

片设置于所述底壁上，所述第一侧壁倾斜设置于所述LED 芯片的

出光方向上，所述LED 芯片发出的光线经过所述第一侧壁反射后

从所述出光壁出射至所述导光板的入光面。

[权利要求 14] 根据权利要求 13所述的液晶显示装置，其特征在于，所述第一侧

壁相对所述底壁成一倾斜角度，所述出光壁设置在所述第一侧壁

和所述底壁之间，且所述出光壁垂直于所述底壁。



根据权利要求 14所述的液晶显示装置，其特征在于，所述框体进

一步包括第二侧壁和第三侧壁，所述第二侧壁和所述第三侧壁与

所述底壁、第一侧壁以及出光壁围合形成所述框体。

根据权利要求 15所述的液晶显示装置，其特征在于，所述框体为

长方体。

根据权利要求 13所述的液晶显示装置，其特征在于，所述底壁位

于所述框体的底部，所述出光壁设置在所述框体的顶部，所述第

一侧壁设置于所述底壁和所述出光壁之间，且所述第一侧壁相对

所述底壁成一倾斜角度，所述框体进一步包括与所述第一侧壁相

对设置的第二侧壁，所述LED 芯片发出的光线经过所述第一侧壁

反射后再经由所述第二侧壁和所述底壁反射后再从所述出光壁出

射。

根据权利要求 17所述的液晶显示装置，其特征在于，所述框体进

一步包括第三侧壁和第四侧壁，所述第三侧壁和所述第四侧壁与

所述底壁、第一侧壁、第二侧壁以及出光壁围合形成所述框体，

所述框体为长方体。

根据权利要求 13所述的液晶显示装置，其特征在于，所述出光壁

设置有一出光孔，所述LED 芯片发出的光线经过反射后通过所述

出光孔射出。

根据权利要求 13所述的液晶显示装置，其特征在于，所述出光壁

的制造材料为硅脂或环氧树脂，所述框体的收容空间内填充荧光
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